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—unkcje, parametry,
zasady dziatania oraz
symlbole | oznaczenia
podzespotow systemu
Komputerowego

Wspolczesny komputer osobisty stanowi zbiér nowoczesnych podzespotow, dzieki
ktorym mozliwe jest m.in. korzystanie z internetu, granie w gry komputerowe oraz
obstugiwanie urzadzen peryferyjnych takich jak drukarki czy skanery.

Budowe¢ komputera klasy PC (ang. personal computer — komputer osobisty) w duzym
uogOlnieniu mozna przyréwnac¢ do budowy ludzkiego ciata. Poszczegdlne komponenty
komputera s3 odpowiedzialne za wykonywanie zadan niezbednych do jego sprawnego
i stabilnego funkcjonowania. Podobnie dziata ludzki organizm, ktérego prawidtowe
funkcjonowanie jest uzaleznione od dobrej kondycji poszczegdlnych organow.

_Q 2.1. Ptyta gtébwna

Plyta gtéwna (ang. motherboard) stanowi ,,kregostup” komputera klasy PC i jest jed-
nym z jego najwazniejszych komponentéw. Fizycznie jest to wielowarstwowa ptyta
drukowana z odpowiednio przygotowanymi miedzianymi Sciezkami. Na jej powierzchni
ulokowane sg gniazda i porty umozliwiajagce montaz mikroprocesora, modutéw pamieci,
kart rozszerzen i urzadzen peryferyjnych.

Wielu niedoswiadczonych uzytkownikéw podczas zakupu komputera klasy PC skupia
sie wylacznie na wyborze mikroprocesora, zapominajac, ze réwnie waznym kompo-
nentem jest plyta gtébwna.
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2.1. Ptyta gtowna

Uogdlniajgc, mikroprocesor mozemy przyrowna¢ do mézgu komputera, a ptyte gtowng

do kregostupa wraz z rdzeniem kregowym i uktadem nerwowym — chipsetem
i magistralami.

Plyta gtéwna to laminowana ptyta z odpowiednio wytrawionymi $ciezkami oraz po-
wierzchniowo przylutowanymi uktadami scalonymi i gniazdami (rysunek 2.1).
Kanal stacji Kanaty

dyskietek Zlacze
- zasilania ATA/IDE

Gniazda pamieci

operacyjnej
Gniazdo

mikroprocesora

Chipset

BIOS ROM
Bateria litowa

Ztacze
ATX 12V

Gniazda PS/2 ‘<’
klawiatury i myszy :

magistral /0

Ztacze RJ45
zintegrowanej karty

sieciowej Wejscia/wyjscia

zintegrowanej karty
diwigkowej

Rysunek 2.1. Ptyta w formacie ATX
Najwazniejsze elementy wspotczesnej plyty gtownej, widoczne na rysunku 2.2, to:

® Chipset. Przyjmuje zwykle posta¢ dwoch oddzielnych uktadéw scalonych odpowie-
dzialnych za komunikacje miedzy komponentami montowanymi na ptycie.

® Gniazdo mikroprocesora (socket, slot, LGA). Umozliwia montaz uktadu mikropro-
cesora na plycie gtbwnej.

® Regulator napigcia. Zasilacze komputerowe generujg napiecie 3,3 V, 5 Vi 12V,
jednak procesor moze potrzebowa¢ mniejszych potencjalow. W okolicy gniazda
mikroprocesora najczesciej montuje si¢ szereg cewek i kondensatorow elektroli-
tycznych generujacych specjalne napiecia dla mikroprocesora (1,7 V). Starsze ptyty
zasilaty regulatory napiecia 5 V bezposrednio z gniazda zasilania; obecnie jest to
12 V dostarczane za pomocg wtyczki ATX 12 V.

® Gniazda pamieci operacyjnej. Umozliwiaja montaz modutéw okreSlonego typu
pamieci operacyjnej. Kolejne odmiany pamieci SDRAM nie s3 kompatybilne
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Rozdziat 2 B Funkcje, parametry i zasady dziatania podzespotow systemu komputerowego

Gniazda pamieci
operacyjnej

mikroprocesora

ATX 12V 2x4

Gniazda PS/2

napigciowo, wigc nowsze wersje nie moga byc¢ instalowane w gniazdach poprzednich
generacji i odwrotnie. Montaz niekompatybilnych modutéw pamieci uniemozliwia
specjalna konstrukcja gniazda.

ZYacza magistral I/0 (wejscia/wyjscia). Plyty gtdwne sg zwykle wyposazone w szereg
slotow umozliwiajacych instalacje kart rozszerzen. Na ptycie moze si¢ znajdowac
kilka r6znych magistral, np. PCI i PCI Express.

BIOS ROM. Uktad scalony typu flash przechowujacy oprogramowanie niezbedne
do dziatania plyty gtéwnej.

Porty 1/O. Zestaw portéw komunikacyjnych umozliwiajgcych montaz klawiatury,
myszy, drukarki, skanera, kamery internetowe;j itd.

Kanatly interfejsow pamieci masowych. Plyty gtowne umozliwiaja przylaczenie
napedoéw optycznych i twardych dyskow za pomoca kanatow interfejsow ATA i SATA.
Stacje dyskietek sg przytaczane do dedykowanego interfejsu stacji dyskietek.

Piny konfiguracyjne i sygnalizacyjne. Na ptycie gtéwnej moga si¢ znajdowac spe-
cjalne piny lub mikroprzetgczniki stuzace do konfiguracji niektorych jej ustawien.
Dodatkowy panel umozliwia podtgczenie przyciskow obudowy komputerowej
(power, reset itp.) i diod sygnalizacyjnych.

Zigcze Kanat
zasilania IDE/ATA

....

Gniazdo

PO DOGDAEBDD
g g eryn
j'.

| ! i
I

Ziacze

S I/ zintegrowanej
o 1 karty dzwiekowej

s - Kaa [0 OI Wejscia/wyjécia

Ziacza SPDIF Zlacza USB Ztacze RJ45 zintegrowanej
optyczne i coaxial karty sieciowej

Rysunek 2.2. Rozmieszczenie elementow na ptycie gtownej ATX 2.0
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2.1. Ptyta gtéwna

W produkcji plyt gtéwnych specjalizuje si¢ kilka firm. Liste popularnych producentéow
zawiera tabela 2.1.

Tabela 2.1. Producenci ptyt gtownych

Producent Opis

Tajwanski producent ptyt gtownych przejety w 2006 roku przez Universal

ALEIOR Scientific Industrial (USI)
AOpen Duzy tajwanski producent elektroniki wytwarzajacy rowniez ptyty gtowne dla
p produktéw Intela i AMD
Firma z Tajwanu specjalizujaca si¢ w produkgcji tanszych ptyt gtébwnych obstu-
ASRock . . .
gujacych mikroprocesory Intela i AMD
Jeden z najwickszych producentéw ptyt gtownych dla platform Intela i AMD.
ASUS ) R e .
Gtoéwna siedziba firmy znajduje si¢ na Tajwanie
ECS Drugi potentat w dziedzinie produkgji ptyt gtownych rodem z Tajwanu. Pro-
dukty ECS sa przeznaczone do mikroprocesoréw Intela i AMD
Gigabvte Tajwanska firma specjalizujaca sie w produkcji osprzetu komputerowego,
aby w tym ptyt gtownych dla produktéow Intela i AMD
Intel Firma specjalizujaca sie w produkcji wysokiej klasy ptyt gtdbwnych na bazie
swoich chipsetéw i wytacznie dla swoich mikroprocesorow
MSI Tajwanska firma specjalizujaca sie w produkcji osprzetu komputerowego,

w tym ptyt gtownych dla produktéow Intela i AMD

W niniejszym podrozdziale skupimy si¢ na najpopularniejszych formatach ptyt gtow-
nych, dziataniu i architekturze wspotczesnych chipsetéw oraz BIOS-ie.

2.1.1. Formaty ptyt gidwnych

Podstawowym pojeciem zwigzanym z ptytami gtébwnymi jest format plyty (ang. form
factor), ktory jednoznacznie okresla jej wielko$¢ oraz rozmieszczenie poszczegdlnych
elementow, gniazd i otwor6w montazowych. Od formatu ptyty zalezy rodzaj zastoso-
wanej obudowy czy zasilacza.

Sposrod réznych formatow ptyt gtdwnych najpopularniejsze to:

AT (przestarzaty),

ATX (i jego odmiany),

ITX (i jego odmiany),

DTX (i jego odmiany),

BTX (i jego odmiany).
Format AT

W 1984 roku firma IBM opracowata komputer pod nazwa IBM AT (ang. Advanced
Technology — zaawansowana technologia) wyposazony w ptyte glowna okreslana
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Rozdziat 2 B Funkcje, parametry i zasady dziatania podzespotow systemu komputerowego

pOzniej mianem Full Size AT. Format AT zostat oparty na wczesSniejszym rozwigzaniu
oznaczonym jako XT (1983 rok), ktore z kolei bazowato na ptycie pierwszego mikro-
komputera IBM PC (1981 rok).

Pod ogb6lna nazwa AT kryja si¢ dwie odmiany formatow ptyt gtéwnych:
® Full Size AT. Ptyta o wymiarach 30 cm szerokosci i 34,5 cm dtugosci, ktora stanowita
rozwiniecie wczesniejszego standardu XT.

® Baby AT. W 1986 roku IBM wypuscit komputer XT-286, w ktorym pierwszy raz
zastosowano pomniejszong wersje ptyty Full size AT. Inni producenci zrezygnowali
z nazwy XT i opracowali wtasny standard Baby AT (rysunek 2.3).

Rysunek 2.3.
Ptyta Baby AT

Chcac jednoznacznie stwierdzi¢, ze ptyta jest zbudowana w formacie AT, musimy zwrdcic
uwage na nastepujgce elementy:

® 7ljcze zasilania. Umozliwia przylaczenie
zasilacza do plyty glownej (rysunek 2.4). ol '
Zasilacz AT jest wyposazony w dwie iden- i & B DD D PP PP
tyczne wtyczki, oznaczone jako P8 i P9 W - - - - -
(czasami P1 i P2), bez zadnych fizycznych E@ﬁfxﬂm
zabezpieczen przed btednym montazem Rysunek 2.4.
w gniezdzie. Prawidtowo czarne przewody  ztgcze zasilania ptyty AT
masy podczas montazu w gniezdzie zasila-
nia ptyty gtownej powinny znajdowac sie
koto siebie. Odwrotne podigczenie zakonczy
sie uszkodzeniem ptyty.

® Zlacze klawiatury DIN (niem. Deutsches
Institut fiir Normung — Niemiecki Instytut
Norm). Jest to 5-pinowe zlacze zamontowa-  Rysunek 2.5.

ne na krawedzi pltyty umozliwiajace podla-  Ztgcze DIN klawiatury oraz porty
czenie klawiatury (rysunek 2.5). Pozostate  1/O zamontowane w obudowie AT




2.1. Ptyta gtowna

elementy, takie jak porty szeregowe i rownolegly, wyprowadzono na tylng Sciang
obudowy za pomocg zestawu tasm. Z jednej strony tasmy byty podtaczone do plyty
glownej, z drugiej konczyly sie gniazdami portow przytwierdzonymi do metalo-
wych blaszek. Blaszki te potocznie nazywano $ledziami i montowano w otworach

przeznaczonych do kart rozszerzen.

® Gniazda pamigci operacyjnej. Montowano je po tej samej stronie ptyty gtéwnej co zi3-
cze DIN. Czesto byly zastaniane zasilaczem, co utrudniato dostep do modutéw pamieci.

Format ATX

W 1995 roku firma Intel zaprezentowata nowy format ptyty gtownej ATX (ang. Advanced
Technology Extended — rozszerzona zaawansowana technologia), ktory zastapit format
Baby AT. Otwarty charakter licencji pozwolit na stosunkowo szybki rozw6j nowego
standardu. Format ATX (rysunek 2.6) nie jest kompatybilny pod wzgledem montazo-
wym z AT. Dla komputera z ptyta ATX potrzebne s3 obudowa ATX oraz zasilacz ATX.

Rysunek 2.6.
Ptyta w formacie ATX

Format ATX zostal przeprojektowany w stosunku do AT w celu
zniwelowania wad wczes$niejszego rozwiazania. Do podstawo-
wych zmian mozemy zaliczy¢:

® 7lacze zasilania. JednoczeSciowe, 20-pinowe (obecnie
24-pinowe) ztacze zostato tak wyprofilowane, aby unie-
mozliwi¢ btedny montaz wtyczki zasilajacej (rysunek 2.7).
® Zestaw portow i ztaczy I/0. Gniazda

portow zostaly wyprowadzone na kra-
wedz plyty gtownej (pomyst zaczerp- | @

(rysunek 2.8). Zintegrowanie podsta-

Rysunek 2.7.
Wityczka i 24-pinowe
ztgcze zasilania

ATX 2.0

niety z nieformalnego formatu LPX) @ 1~E§-’ —rr—

wowych portéw z ptytg ograniczyto

. sunek 2.8.
wykorzystywane okablowanie, a to Ry

Zestaw portow montowany

przelozyto si¢ na obnizenie kosztow g krawedzi ptyty ATX

wyposazenia plyty.
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Przesuniete gniazda pamieci i mikroprocesora. Gniazda zostaty przesunicte, dzicki
czemu — po zamontowaniu plyty gtéwnej w obudowie — dostep do mikroprocesora
i pamieci jest lepszy.

Kierunek przeptywu powietrza. Zasilacze AT zasysaja powietrze do srodka obudo-
wy, natomiast zasilacze ATX wydmuchuja ciepte powietrze na zewnatrz. Odwrotny
kierunek przeptywu zmniejszyt ilos$¢ zanieczyszczen wttaczanych do obudowy
komputera PC i poprawit wewnetrzng cyrkulacje powietrza w jej obrebie.

Pod ogblng nazwg ATX kryje sie kilka réznych formatéw (rysunek 2.9). Najwazniejszy-
mi parametrami réznicujacymi sa wielkos¢ ptyty gtownej oraz liczba zamontowanych
gniazd magistral I/O. Do najpopularniejszych odmian nalezg:

Standard ATX. Standardowy format ATX, okreslany réwniez jako Full Size ATX,
o wymiarach 305x244 mm.

MicroATX. Standard wprowadzony w 1997 roku przez firme Intel. Jest to pomniej-
szony format ATX o wymiarach 244x244 mm (lub mniejszy). Wraz ze zmniejszeniem
rozmiaréw zredukowano liczbe niektérych gniazd wejscia-wyjscia na powierzchni plyty.

FlexATX. Kolejny format ATX wprowadzony w 1999 roku przez firme Intel, o wy-
miarach 229x191 mm. FlexATX zostal opracowany z mys$la o tanich i matych
wersjach komputeréw klasy PC.

“"’E'%”fﬁzﬂ f
Standard ATX MicroATX

Rysunek 2.9. Porownanie ptyt Standard ATX i MicroATX

Inne formaty ptyt gtéwnych

Od

czasu wprowadzenia pierwszego komputera IBM PC w 1981 roku powstato wiele

formatow ptyt gtdwnych, jednak nie wszystkie przyjely sie na rynku komputeréw oso-
bistych. Do ciekawszych rozwigzan (rysunek 2.10) mozemy zaliczy¢:

NLX. Zostat opracowany w 1996 roku przez firme Intel i jest przeznaczony do obu-
dow komputerowych typu desktop. Format NLX powstat jako potaczenie najlepszych
cech (czeSciowo zastrzezonego) standardu niskoprofilowego LPX i popularnego ATX.
Format NLX opracowano z mys$lg o komputerach klasy PC pracujacych w miejscach
z ograniczong przestrzenig robocza (np. brak miejsca pod biurkiem na obudowe typu



2.1. Ptyta gtowna

tower). Gtéwna cecha formatu NLX jest brak na ptycie gtbwnej gniazd magistral
wejScia-wyjscia. Wyprowadzenia magistral I/O sa dotaczane w postaci dodatkowej
karty (podobnie jak w standardzie LPX) montowanej do specjalnie wyprofilowanej
krawedzi ptyty gtownej (krawedz ptyty jest jednoczesnie ztaczem). Karty rozszerzen
sa instalowane w gniazdach umieszczonych rownolegle do ptyty, dzieki czemu nawet
wysoka karta zmiesci sie w obudowie typu slimline.

® WTX (ang. Workstation Technology Extended). Format opracowany w 1998 roku
przez firme Intel dla drozszych stacji roboczych i serwerow. Ptyty WTX charaktery-
zuja sie wiekszymi rozmiarami niz ATX i s3 przystosowane do obudéw z zestawem
szuflad i ruchomych paneli utatwiajacych rozbudowe oraz dostep do wewnetrznych
komponentéw. Oficjalnie standard nie jest juz rozwijany, istnieje jednak kilka firm,
ktére opracowuja plyty gtowne dla serweré6w zgodne z formatem WTX.

® BTX (ang. Balanced Technology Extended). Jest formatem opracowanym w 2003 roku
przez firme Intel w celu zastapienia formatu ATX (brak kompatybilnosci z ATX).
W zatozeniu projektantéw najbardziej nagrzewajace si¢ elementy (mikroprocesor,
chipset, pamie¢ RAM, chipset graficzny itd.) montuje sie na ptycie gtéwnej w jedne;j
linii, tworzac kanat termiczny. W kanale umieszcza si¢ duzy radiator z bocznym
wentylatorem. Mimo nowatorskiego podejscia do problemu odprowadzania ciepta
format BTX nie osiagnat wielkiej popularnosci, a wiekszo$¢ producentow pozostata
przy sprawdzonych odmianach standardu ATX. Oprécz BTX opracowano mniejsze
formaty: MicroBTX i PicoBTX.

e ITX. To standard opracowany w 2001 roku przez firme¢ VIA dla najmniejszych
obudéw komputerowych. Z technicznego punktu widzenia ptyty ITX sg kompa-
tybilne ze standardem FlexATX. Powstaty trzy odmiany standardu ITX: Mini-ITX,
Nano-ITX, Pico-ITX.

e DTX. Standard zostat opracowany w 2007 roku przez firm¢ AMD, oprocz DTX
specyfikacja definiuje mniejszg odmiane Mini-DTX. Formaty DTX s3 w zasadzie
pomniejszonymi formatami standardu ATX.

Rysunek 2.10. Zestawienie roznych ptyt gtownych
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2.1.2. Chipset

Najwazniejszym komponentem ptyty
gtownej jest chipset, odpowiedzialny
za komunikacje miedzy mikropro-
cesorem a pozostatymi elementami
plyty. Do niedawna fizycznie chipset
sktadat si¢ z dwoch uktadéw sca-
lonych: mostka poéinocnego (ang.
North Bridge) oraz mostka potu-
dniowego (ang. South Bridge) (rysu-
nek 2.11). Umieszczenie kontrolera
pamieci w mikroprocesorze umozli- Rysunek 2.11.

wito w najnowszych konstrukcjach  Lokalizacja uktadow scalonych
skonsolidowanie dwoch ukladow — ChiPsetu na piycie gfowne)

chipset w jeden uktad scalony:.

Chipset integruje interfejs magistrali mikroprocesora, kontroler pamieci (architektura
dwoch niezaleznych magistral DIB), kontrolery urzadzen wejscia-wyjscia i kontrolery
magistral. Generuje cz¢stotliwosci mikroprocesora i magistral oraz steruje nimi. Zawiera
kontrolery pamieci masowej, zegar czasu rzeczywistego i CMOS, kontrolery DMA (ang.
Direct Memory Access — bezposredni dostep do pamieci), a w niektorych przypadkach
takze zintegrowany uktad graficzny, muzyczny i sieciowy. Od mozliwosci chipsetu
w duzej mierze zalezg wtasciwosci produktu finalnego, jakim jest ptyta gtowna.

Wspobiczesne chipsety integrujg wiele elementow komputera klasy PC, ktore jeszcze
niedawno byty oddzielnymi komponentami. Mozna naby¢ plyty gtoéwne zawierajace
zintegrowane karty graficzne, akceleratory grafiki trojwymiarowej, karty dzwigkowe
czy karty sieciowe.

Architektura North and South Bridge

W klasycznej architekturze funkcje chipsetu sa rozdzielone na dwa oddzielne uktady
scalone (mostki) potaczone magistralag PCI (ang. Peripheral Component Interconnect —
magistrala komunikacyjna). Mostek pétnocny taczy magistrale mikroprocesora z pamie-
cia RAM, magistralg AGP (ang. Advanced/Accelerated Graphics Port — zaawansowany/
przyspieszajacy interfejs graficzny) i magistralg PCI. Mostek potudniowy poSredniczy
w komunikacji miedzy mostkiem pétnocnym (za poSrednictwem magistrali PCI) a wol-
niejszymi komponentami plyty gtéwnej (rysunek 2.12).

Pod koniec lat 90. XX wieku wyksztalcita si¢ ostateczna postac chipsetu zgodna z ar-
chitekturg North and South Bridge:

® North Bridge (mostek pétnocny). Gtowny uktad chipsetu odpowiedzialny za
bezposrednig komunikacje mikroprocesora za pomocg magistrali mikroprocesora
(ang. Front Side Bus, FSB — magistrala zewngetrzna) z pamiecig operacyjna RAM,
magistrala karty graficznej (AGP) oraz magistralg PCI.
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® South Bridge (mostek potu-
dniowy). Wolniejszy kom-
ponent ukiadu integrujacy
kontrolery pamieci maso- |

Procesor

wych (twardych dyskow
. 2 . .I'L"..‘nt_||5|r.‘|l.'|
i papqdow optycznych)' ima- mikroprocesors
gistrale USB (ang. Universal hokia
Serial Bus — uniwersalna |
magistrala szeregowa). =
. Gnlazdo M:?,I;ti:la Herth N::E:E?ila Gnilazda
L Super I/0. Uldad, ktory nie AGP | roesmas [ | Bridge | soomess [ | soramDimm
236 MHz 100 MHz

jest czescig chipsetu, jednak
sciSle z nim wspobtpracuje. |

Jest potaczony z mostkiem MR [ S
potudniowym za pomoca s

magistrali ISA (ang. Indu- |

stry Standard Architecture -
— standardowa architek- wa Bridge VB
tura przemystowa). Inte-
gruje wszystkie pozostate I

komponenty obstugujace MagiralatSh | | Goioada
. es o es o L maglatrall 154
urzadzenia wejscia-wyjscia 33 Mz g

niewspierane przez chipset: |
porty PS-2 myszy i klawiatu- . o
ry, porty szeregowe (COM) coma gy Psi2
i rownolegly (LPT), kontro-
ler stacji dyskietek, potgcze- |

nie z BIOS-em. S

BIOS

I

Rysunek 2.12.
Architektura typowego chipsetu
dla mikroprocesora Pentium Il

Jezeli na ptycie gtownej nie zamontowano oddzielnego uktadu Super 1/O, oznacza to,
ze zostat zintegrowany z chipsetem, a doktadniej — z mostkiem potudniowym.

Dzialanie i architektura wspolczesnych chipsetow
Dziatanie wspotczesnego chipsetu mozna poréwnac (w uproszczeniu) z pracg dyrygenta
orkiestry lub menedzera w firmie. To chipset odpowiada za koordynacje i wymiane

danych pomiedzy najwazniejszymi komponentami komputera osobistego.
49 p
O



Rozdziat 2 B Funkcje, parametry i zasady dziatania podzespotow systemu komputerowego

Najnowsze chipsety obstugujg rozne odmiany magistrali PCI Express 2.0 (x1, x8, x16),

magistrale USB 2.0/3.0, interfejsy SATA i eSATA, gigabitowe karty sieciowe LAN oraz
Wi-Fi G/N, 32-bitowg magistrale PCI, a opcjonalnie takze macierze dyskowe RAID oraz
zintegrowane ukfady graficzne i dzwigkowe.

Architektura chipsetéw firmy Intel

Od momentu wypuszczenia na rynek procesorow 286 i 386 firma Intel musiata czekac
az dwa lata na pojawienie si¢ chipsetow i plyt gtownych obstugujacych jej nowe produk-
ty. Jednak juz dla kolejnego mikroprocesora oznaczonego jako 486 Intel samodzielnie
opracowal chipset i plyte gtéwna, dzieki czemu nowy produkt mégt od razu zaistniec
na rynku (tabela 2.2).

Tabela 2.2. Rozw(j chipsetow firmy Intel na wybranych przyktadach

Architektura Uktady Interfejs Funkcje
82845MCH .
845 HIS (266 MB/s) Ultra Ata 100, AGPx4, pamie¢ SDRAM,
ICH2 PCI, USB 1.1, Fast Ethernet
82975X MCH PCI-Ex16, DDR2 SDRAM 2 kanaly,
975X DMI (2 GB/s)  PCI, PCI-Ex1, USB 2.0, SATA RAID,
ICH7R HD audio, 1 Gb Ethernet
X58 IOH PCI-Ex16 2.0, DDR3 SDRAM 3 kanaty,
X58 DMI (2 GB/s) USB 2.0, PCI-Ex1, SATA, HD audio,
ICH10R 1 Gb Ethernet
Intel Core PCI-Ex16 2.0, DDR3 SDRAM, PCI-Ex1
768 Processor DMI (20 GB/s) 2.0, USB 2.0 Dual EHCI, zintegrowa-
768 Express FDI na karta graficzna, HDMI, DVI, SATA,

Intel jako pierwszy postanowit odejs¢ od tradycyjnej architektury North and South Bridge
i skonstruowat serie chipsetéw oznaczonych jako 8xx. Nowa koncepcje nazwano IHA
(ang. Intel Hub Architecture — architektura koncentratora). Zmieniono nazewnictwo
uktadow chipsetu: North Bridge przemianowano na MCH (ang. Memory Controller Hub
— kontroler pamieci), a South Bridge — na ICH (ang. 1/O Controller Hub — kontroler
wejscia-wyijscia). Intel zrezygnowat z taczenia uktadow chipsetu za pomocg magistrali
PCI, zastepujac j3 odpowiednim interfejsem.

Od serii chipsetow oznaczonych jako P55 firma Intel przyjeta nowa koncepcje kon-
struowania uktadéw, w ktorej czgs¢ zadan realizowanych wczesniej przez komponent
ICH zostata przeniesiona na barki mikroprocesora. Dzigki nowej filozofii zredukowano
liczbe uktadow scalonych chipsetu do jednej kosci.
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Dla ptyt gtobwnych przeznaczonych do wspoétpracy z mikroprocesorami z rodziny Intel
Core drugiej generacji firma Intel przygotowata m.in. chipsety oznaczone jako Z68
Express Chipset (rysunek 2.13).

PCl Express™ 2.0 16 lanes
Graphics 16 GB/s
Intel® Core™ ODR3
or
processars 1333 MHz
¥ I
Pl E:::!t:j:s 20 & lanes rm—
P 86b/s Graphics DDR3
PCl Express” 2.0 §lanes 1333 MHz
Graphics 8 GB/s
Intel* DM
FDI 20 GB/s
Digital display: HDMI*, DVI, 16 lanes e Figh

DisplayPart® (including eDP),

Lossless digital audio eI e

16 GB/s

5GB/s

8 PCl Express® 2.0

14 Hi-Speed USB 2.0 Ports, 16 lanes sach x|
Dual EHC, USB Port Disable 16 GR/s
Intel® Integrated 16 lanes Upto 6 SetlalATA Ports, ¢SATA,
10/100/1000 MAC 16 GBIs 6 6B/ Part Disable
PCle*x1 | | SMBus 5P it Rapid
Intel® Giaabit LAN C Intel® ME Firmware Storage Technology
e - and BI0S Support :
Intel® Smart
Intel” Extreme Tuning Resopanse Technology
Support

Rysunek 2.13. Architektura chipsetu Z68

Podczas uwaznej analizy diagramu prezentujgcego architekture chipsetu Z68 na mysl
przychodzi kilka ciekawych spostrzezen. Po pierwsze, moze on obstugiwa¢ mikroproce-
sory (seria Intel Core drugiej generacji) ze zintegrowanym uktadem GPU (ang. Graphics
Processing Unit). Dodatkowo CPU (ang. Central Processing Unit — jednostka centralna,
centralna jednostka obliczeniowa) przejat kontrole nad magistralg PCI-E 2.0x16. Dzigki
temu chipset sktada sie z jednego uktadu scalonego oznaczonego jako PCH (ang. Plat-
form Controller Hub). Nowa koncepcja ma na celu umozliwienie wspotpracy uktadu
graficznego zintegrowanego z mikroprocesorem oraz samodzielnej karty graficznej.
Na taka integracje uktadow graficznych pozwala technologia 1QS (ang. Intel Quick
Sync) oraz oprogramowanie Lucid Virtu, dotaczajace karte zewnetrzna, do wspotpracy
z uktadem zintegrowanym w zaleznosci od potrzeby. Mikroprocesor zostat potaczony
z uktadem chipsetu za pomoca magistrali DMI 2.0 o przepustowosci 20 Gb/s (ktora
wczesniej tgczyta uktady chipsetu) oraz interfejsu FDI (ang. Flexible Display Interface),
ktory pozwala na wspieranie PCH przez CPU podczas przetwarzania obrazu. Warto
odnotowag, ze wcigz nie dodano do chipsetu Z68 obstugi USB 3.0.

Intel w swojej dokumentaciji czesto stosuje nieformalng jednostke GT/s (gigatransfer na
sekunde); odpowiednikiem 1 GT/s np. dla magistrali o szerokosci 8 bajtow jest 8 GB/s.
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Architektura chipsetow firmy AMD
Firma AMD, wprowadzajac na rynek mikroprocesory Athlon i Duron (niekompatybilne
sprzetowo z produktami Intela), opracowata nowe chipsety.

Pierwsze chipsety AMD-750 i AMD-760 byty zgodne z klasyczna architekturg North
and South Bridge, zmieniono jednak nazewnictwo uktadéw. Mostek péinocny nazwano
kontrolerem systemowym (ang. System Controller), a mostek potudniowy — kontrolerem
urzadzen peryferyjnych (ang. Peripheral Bus Controller) (tabela 2.3).

Tabela 2.3. Rozw(j chipsetow firmy AMD na wybranych przyktadach

Architektura Uktady Interfejs Funkcje
751 EIDE, AGP, pamie¢ SDRAM, PCI, ISA,
751 iy PCI (133 MBY/s) SM, USB 1.1
—— 790GX  A-Link Express II PCI-Ex16, PCI, PCI-Ex1, USB 2.0,
SB750 (2 GB/s) SATA RAID, HD audio, 1 Gb Ethernet

PCI-Ex16 2.0, USB 2.0, PCI-Ex1 2.0,
ATA, SATA 6 Gb/s, HD audio, 1 Gb
Ethernet

990FX A-Link Express III

990FX
SB950 (4 GB/S)

W 2006 roku korporacja AMD przejeta firme ATI Technologies Inc. (ang. Array Techno-
logies Incorporated) specjalizujaca si¢ w projektowaniu i produkcji uktadéw graficznych
oraz chipsetow. Nowe produkty AMD zostaty wyposazone w opracowang przez ATI
magistrale A-Link umozliwiajacg szybka wymiane danych miedzy dwoma uktadami
chipsetu. W najnowszych chipsetach z serii 7 wykorzystano zmodyfikowang wersje
A-Link nazwang A-Link Express II opartg na magistrali PCI Express i umozliwiajaca
transfer do 2 GB/s.

Wraz z wprowadzeniem na rynek przez firme AMD nowej podstawki dla mikroproce-
sorow AMD FX (Bulldozer) oznaczonej jako AM3+ pojawita si¢ nowa seria chipsetow
oznaczona jako 9XX.

Nowe chipsety maja zmodyfikowane oprogramowanie BIOS — okreslane przez AMD
mianem AGESA (ang. AMD Generic Encapsulated Software Architecture) — odpowie-
dzialne za inicjowanie poszczegblnych elementéw ptyty gtownej podczas wiaczania
komputera.

Najnowszy chipset 990FX (rysunek 2.14) obstuguje magistrale Hyper Transport
3.1 o przepustowosci 25,6 GB/s przy taktowaniu 3,2 GHz oraz zapewnia obstuge
czterech slotow PCI-Ex16 2.0 dziatajacych w trybie CrossFireX. Uktad mostka pot-
nocnego 990FX jest wspomagany przez mostek potudniowy oznaczony jako SB950,
ktory odpowiada za obstuge USB 2.0 (jedynie), kontrolera SATA o przepustowosci
6 Gb/s, Ethernet 1 Gb, PCI-Ex1, PCI, zintegrowanej karty dzwickowej itd.
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Rysunek 2.14. Architektura chipsetu 990FX

Architektura chipsetow firmy NVIDIA

Stosunkowo niedawno do grupy producentéw chipsetow dotaczyt potentat w dziedzi-
nie produkcji uktadow graficznych — firma NVIDIA Corporation. Chipsety NVIDIA
wspotpracuja z mikroprocesorami firm Intel (obecnie nVidia nie ma licencji na tworze-
nie chipsetow dla najnowszych mikroprocesorow firmy Intel) i AMD i nosza wsp6lng
nazwg nForce.

Odpowiednik mostka po6tnocnego NVIDIA okre$la mianem SPP (ang. System Platform
Processor — procesor platformy systemowej), natomiast mostek potudniowy nazwano
MCP (ang. Media and Communications Processor — procesor komunikacyjny i mediow).
Uktady mostka pétnocnego zintegrowane z chipsetem graficznym nosza nazwe IGP
(ang. Integrated Graphics Platform — zintegrowana platforma graficzna). Do wymiany
informacji miedzy komponentami chipsetu wykorzystano magistrale Hyper Transport.

Chipsety przeznaczone do mikroprocesoré6w Intela sa oznaczone matg literg ,,i”
(np. nForce 790i Ultra SLI obstugujacy Intel Penryn, Core 2 Extreme, Core 2 Quad,
Core 2 Duo). Chipsety NVIDIA projektowane dla mikroprocesorow firmy AMD sg
oznaczone malg literg ,,a” (np. nForce 980a SLI).
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Oddzielng grupe produk-
tow firmy NVIDIA stanowig AMD™
uktady mGPU (ang. mother- _ iy DDR2 1066 MHz
board Graphics Processing — ___ WPIdU cPu
Unit — procesor graficzny 1| pvi, Homi lubvea |i

2 3 HybridPower& [
dla piyt giownych), czyli 1| GeForce Boost : HT3
uktady graficzne o cechach '—nw——— ]
chipsetu. Najnowsze pro- 12X USB 2.0 1 % PCl Express 2.0 x16
dukty dla mikroprocesorow NVIDIA
Intela to seria 9000, a dla 5xPCl GEBF%SE 3% Bl Express.2.004)
AMD — 8(,)00_ (¥y‘sunek HD Audio mGPY 6 % SATA
2.15). W zalozeniu linia tego
typu produktow jest adre- Gigabit LAN — (I 2 % PATA

sowana do uzytkownikéw,
ktorzy chea posiadaé kom-
puter o nieztej wydajnosci za

Rysunek 2.15.

Architektura uktadu mGPU oznaczonego
GeForce 8300 dla ptyt wspotpracujgcych
przystgpng ceng. z mikroprocesorami firmy AMD

W 2006 roku firma ALI (ang. Acer Laboratories Incorporated), znana z produkcji uktadow

scalonych przeznaczonych do komputeréw osobistych, w tym chipsetow (seria M),
zostata przejeta przez NVIDIA.

Najnowszymi produktami firmy NVIDIA sg chipsety: nForce 980a SLI do platform
AMD Phenom II X3, X4, AMD Phenom X3, X4, AMD Athlon X2, AMD Athlon oraz
nForce 790i Ultra SLI do mikroprocesorow Intel Penryn (Yorkfield i Wolfdale), Core 2
Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, rodziny Intel Pentium.

Architektura chipsetow firmy VIA Technologies
Znany producent uktadéw graficznych VIA specjalizuje si¢ rowniez w projektowaniu
i produkgji chipsetow dla wiasnych mikroprocesoréw oraz produktow firm AMD i Intel.

Najnowsze chipsety firmy VIA odbiegaja koncepcyjnie od klasycznej architektury North
and South Bridge, jednak firma tradycyjnie okresla elementy chipsetu jako mostek pot-
nocny i potudniowy. Obydwa uktady sg potagczone specjalng magistralg V-Link wcho-
dzaca w sktad technologii V-MAP (ang. VIA Modular Architecture Platforms). V-MAP
pozwala na szybkie (elastyczne) przystosowanie plyt gtbwnych do nowych chipsetéw
dzicki wykorzystaniu jednego typu koncowek uktadéw scalonych.

Architektura chipsetow firmy SIS

Firma Silicon Integrated Systems Corp. (SIS) specjalizuje si¢ w projektowaniu i pro-
dukcji chipsetéw do mikroprocesoréw Intel i AMD. Chipsety do mikroprocesorow
Pentium II i IIT byly budowane zgodnie z architektura North and South Bridge. Nowsze
produkty firmy SIS zostaty zaprojektowane zgodnie z obowiazujacymi trendami, a do
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2.1. Ptyta gtowna

potlaczenia uktadéw chipsetu opracowano 16-bitowy interfejs MuTIOL (ang. Multi-
-Threaded 1/O Link). SIS szybsze komponenty swojego chipsetu tradycyjnie nazywa
North Bridge, natomiast mostek potudniowy przemianowano na Media I/O.

2.1.3. BIOS ptyty gtdwnej

Podczas wiaczania komputera klasy PC (inicjacji po naci$nieciu przycisku Power na
obudowie) na ekranie pojawiaja si¢ r6znego rodzaju informacje dotyczace zainstalowa-
nej karty graficznej, konfiguracji kanatéw IDE, ilosci pamigci operacyjnej itp. Jak to sie
dzieje, ze mimo niewczytanego systemu operacyjnego ptyta gtéwna testuje zamonto-
wane komponenty, sprawdza poprawnos$¢ podtaczenia pamigci masowej i operacyjnej
i dodatkowo informuje uzytkownika o efektach?

Kazda ptyta gtbwna przeznaczona do kom-
putera klasy PC (ale réwniez komponen-
ty takie jak karta graficzna, sieciowa) jest
wyposazona w specjalne oprogramowanie
okreslane skrotem BIOS (ang. Basic Input/
Output System — podstawowy system wej-
Scia-wyjscia), umieszczone w uktadzie typu
ROM (ang. Read Only Memory — pamiec
tylko do odczytu) zamontowanym na po-
wierzchni plyty (rysunek 2.16). BIOS jest
swego rodzaju pomostem pomiedzy za- Rysunek 2.16.

instalowanymi urzagdzeniami a systemem .44 flash ROM 2 zapisanym BIOS-em
operacyjnym i uruchamianymi aplikacjami.  firmy Phoenix Technologies

Pojecie BIOS-u nie jest zwigzane wytgcznie z ptytami gtownymi. Mozemy spotkac np.

BIOS karty graficznej lub niektérych kart sieciowych, napedu optycznego (okreslany
czesciej jako firmware) lub kontrolera SCSI.

Gtownymi dostawcami oprogramowania BIOS s3: American Megatrends (AMI), Phoenix
Technologies (Phoenix BIOS), Award Software International (przejety przez Phoenix
w 1998 roku), MicroID Research (MRBIOS), Insyde Software (Insyde), General Software
(General Software).

Typy uktadé6w ROM

Oprogramowanie niskopoziomowe BIOS jest instalowane w pamieci okreslanej skro-
tem ROM BIOS. Jest to pamie¢c nieulotna, a dane s3 w niej przechowywane nawet po
odlaczeniu napigcia. Idealnie nadaje si¢ ona zatem do przechowywania informacji
wykorzystywanych podczas inicjacji komputera (w przeciwienistwie do pamieci RAM).
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Obecnie termin ,tylko do odczytu” stracit na znaczeniu, poniewaz nowsze wersje pamieci

ROM typu EPROM, EEPROM lub flash ROM umozliwiajg wielokrotny zapis i odczyt
danych.

Pami¢¢ ROM przechowuje dane w postaci przerw w siatce potgczen tworzacych matryce
z wierszami i kolumnami. Przerwy s3 traktowane jako zera binarne, natomiast ciagte
potaczenia oznaczaja binarng jedynke. W celu odwotania si¢ do okreslonej komorki
nalezy podac¢ adres (wiersza i kolumny).

Pamig¢ ROM ewoluowata przez kolejne lata — w efekcie mozna spotkac ptyty gtéwne
z BIOS-em zapisanym na réznych typach pamiegci nieulotne;j:

ROM. Okreslana rowniez jako MROM (ang. Mask ROM), jest najstarszym typem
pamic¢ci ROM. Podczas wytwarzania uktadu scalonego (proces fotolitografii) produ-
cent programuje uktad bez mozliwosci p6zniejszej modyfikacji zawartosci.
PROM (ang. Programmable ROM). Odmiana pamigci ROM, ktora po wyprodukowa-
niu jest pusta, co daje mozliwos$¢ jednokrotnego zaprogramowania. Uktad PROM
zawiera kompletng siatke reprezentujaca same jedynki. Za pomoca urzadzenia
zwanego programatorem uktadéw PROM w odpowiednich miejscach ,,przepalane”
sa przerwy (zera).W programowaniu pami¢ci PROM mozna doszukac si¢ analogii
do zapisu danych na ptytach CD-R.

EPROM (ang. Erasable PROM — wymazy-
walny PROM). Odmiana pamie¢ci PROM,
ktoérg mozna wykasowac za pomoca Swiatta
ultrafioletowego. Kwarcowa szybka (rysunek
2.17) umozliwia promieniowaniu ultrafiole-
towemu dostep do ptytki uktadu pamieci, co
powoduje roztadowanie ptywajacych ramek
tranzystorow FAMOS (same jedynki). Do
kasowania uktadow EPROM mozna uzy¢
specjalnych urzadzen dajgcych mozliwosé ‘

.. L. : , Rysunek 2.17.
u.staw1er‘11? czasu naswietlania ukla}dovy. Za- Uktad EPROM
pis umozliwia programator, analogicznie jak
w przypadku pamieci PROM. Po zaprogramowaniu szybke zabezpiecza si¢ metali-
zowang naklejka uniemozliwiajgca przypadkowe skasowanie zawartosci (Swiatto
stoneczne i oswietlenie jarzeniowe emituja promieniowanie ultrafioletowe).

EEPROM/flash ROM (ang. Electrically Erasable PROM — elektrycznie wymazywalny
PROM). Jest to odmiana pamieci PROM z mozliwoscig kasowania za pomoca pradu
o odpowiednim napieciu i natezeniu. Jej szybsza wersja z buforowaniem nazwana
zostata flash ROM — w ciagu jednego cyklu umozliwia ona zapis i odczyt wielu
komoérek. Charakterystyczne dla uktadow EEPROM jest to, ze aby wykasowac
i ponownie zaprogramowac uktad, nie trzeba wymontowywac pamieci z podstawki
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przylutowanej do powierzchni ptyty gtéwnej. Uktady flash ROM umozliwity ak-
tualizowanie BIOS-u za pomoca oprogramowania pobranego z internetu. Pamigci
flash ROM (w zaleznosci od odmiany) wytrzymujg od 10 000 (NOR) do 100 000
(NAND) cykli kasowania.

Sktadniki BIOS-u

Podstawowym btedem niedoswiadczonego uzytkownika peceta jest utozsamianie
BIOS-u wytacznie z programem BIOS Setup, ktéry mozna uruchomi¢ po naci$ni¢ciu
okreslonego klawisza po wiaczeniu komputera. Tymczasem uktad ROM BIOS prze-
chowuje znacznie bogatszy zestaw oprogramowania niezbednego do prawidtowego
funkcjonowania ptyty gtéwnej i zamontowanych komponentéw.

Standardowy BIOS plyty gtownej zawiera nastepujace funkcje:

® POST (ang. Power On Self Test). Procedura POST sprawdza podczas inicjacji kom-
putera poprawno$¢ dziatania najwazniejszych komponentéw: mikroprocesora,
pamigci operacyjnej, napedow i kontrolerow, karty graficznej itp., umozliwiajac
wykrycie ewentualnych uszkodzen i nieprawidtowosci montazowych jeszcze przed
wczytaniem systemu operacyjnego. Wykryte nieprawidtowosci POST ptyta sygna-
lizuje, generujac odpowiednie kombinacje dZzwigkowe lub wizualne (diody LED).

® BIOS Setup. Program umozliwia uzytkownikowi
zmiane ustawien BIOS-u. W celu jego uruchomie-
nia nalezy zaraz po wigczeniu komputera wcisng¢
okreslony klawisz lub kombinacje klawiszy. Wszyst-
kie ustawienia programu BIOS Setup s3 przechowy-
wane w pamieci CMOS RAM (ang. Complementary
Metal Oxide Semiconductor RAM), ktorej zawartos¢
podtrzymuje bateria litowa zamontowana na ptycie
gtownej (rysunek 2.18).

® BIOS. Zestawienie odpowiednich sterownikow sta- ~ Rysunek 2.18.
nowiacych pomost pomiedzy zainstalowanym sprze- ~ S2teria zamontowana

¢ ¢ - na ptycie gtownej
¢m a systemem operacyjnym. podtrzymujgca ustawienia

® ACPI (ang. Advanced Configuration and Power Inter-  programu BIOS Setup
face — zaawansowany interfejs zarzgdzania konfigu- | ustawienia zegara
racja i energia). Nastepca APM (ang. Advanced Power ~ C%3SU 12802Zywistego
Management — zaawansowane zarzadzanie energia).
Interfejs ACPI poprzez BIOS udostepnia systemowi operacyjnemu narzedzia i mecha-
nizmy umozliwiajace zarzadzanie poborem energii przez zainstalowane urzgdzenia.

® Bootstrap Loader (program rozruchowy). Program umozliwiajacy odnalezienie
gltownego rekordu rozruchowego (ang. Master Boot Rekord — MBR) wczytujacego
system operacyjny z aktywnej partycji.

UEFI — naste¢pca tradycyjnego BIOS-u

Oprogramowanie niskopoziomowe BIOS ptyty gtéwnej to jeden z elementéw wspodtczes-

nych komputeréw osobistych PC, ktorego gtdwna koncepcja nie zmienita si¢ w zasadzie

od czaséw pierwszych komputerow IBM PC (1981 rok). BIOS kontroluje komunikacje
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pomiedzy systemem operacyjnym, oprogramowaniem a urzadzeniami. Przez lata mody-
fikowano jego kod zrodtowy, ktory zasadniczo sie sprawdzat — jednak sama koncepcja
BIOS-u jest juz archaiczna.

Wspotczesnie BIOS ma problemy z obstugg dyskow powyzej 2 TB (wynikajgce
z niedoskonatosci opracowanej w latach 80. ubiegtego wieku koncepcji MBR) i bez

specjalnych trikdw nie da sie ich obstuzy¢. Rozwigzaniem moze by¢ ptyta z UEFI
lub siegniecie po specjalne oprogramowanie, np. udostepniane przez niektorych
producentéw ptyt gtownych.

Nastepca tradycyjnego systemu wejsScia-wyjscia ma by¢ interfejs UEFI (ang. Unified
Extensible Firmware Interface), ktorego wstepng koncepcje opracowata firma Intel (jako
EFI); od 2005 roku jest on rozwijany réwniez przez firmy: IBM, HP, Dell, Phoenix,
Insyde i Microsoft.

Nowa koncepcja oprogramowania zaktada ujednolicony interfejs programistyczny,
ktory utatwia tworzenie podprograméw uruchamianych przy inicjacji komputera —
UEFI zostat opracowany w C w przeciwienstwie do asemblerowego BIOS-u. Umozliwia
obstuge dyskow twardych powyzej 2 TB za posrednictwem tablicy partycji GPT (ang.
GUID PFartition ‘lable). Przyspieszono procedure inicjacji systemu operacyjnego z kil-
kudziesigciu do kilku sekund. UEFI udostepnia UEFI-Shell lub minisystem operacyjny
utatwiajacy serwisowanie uszkodzonego komputera. Daje mozliwos¢ zabezpieczenia
danych juz na poziomie systemu wejscia-wyjscia.

Programy UEFI Setup (rysu-
nek 2.19) udostepniajg prosta
obstuge oparta na ikonkach,
a jednoczes$nie posiadajg znacz-
nie wiecej opcji niz tradycyjny
BIOS Setup.

Nowe rozwigzanie ma jednak
pewne wady — uniemozliwia
producentom ptyt gtownych
szybka migracje. Oprogramo-
wanie BIOS jest proste, dobrze
udokumentowane i tanie we
wdrozeniu, implementacja UEFI
jest natomiast droga i wymaga
czasu. UEFI wspomaga jedynie
Rysunek 2.19. Interfejs graficzny UEFI systemy 64-bitowe, takie jak
Windows Vista czy Windows 7.
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